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Wymagania dla lutowanych zespotéow
elektrycznych i elektronicznych

1 WIADOMOSCI OGOLNE

M, I 1.1 Zakres Standard ten opisuje materiaty, metody i kryteria dopuszczenia dla produkcji lutowanych zespotow
(I elektrycznych i elektronicznych. Zamiarem tego dokumentu jest poleganie na metodologii kontroli procesu

w celu zapewnienia odpowiednich poziomow jakosci w trakcie wytwarzania produktow. Zamiarem tego dokumentu nie
jest wykluczenie jakiejkolwiek procedury umiejscowienia komponentu lub naktadania topnika i lutowia stosowanego do
wykonania potaczenia elektrycznego.

(Il Il 1-2 Cel Standard ten okres$la wymagania materiatowe, wymagania procesowe i wymagania dopuszczenia dla
[IN=ETl wytwarzania lutowanych zespotow elektrycznych i elektronicznych. W celu doktadniejszego zrozumienia zalecef

i wymagan tego dokumentu, mozna stosowa¢ go acznie z IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 oraz IPC-A-610. Standardy moga
by¢ aktualizowane w dowolnym momencie, w tym za pomoca poprawek. Standardy mogg by¢ aktualizowane kiedykolwiek,
wilacznie z uzyciem nowelizacji. Uzycie nowelizacji lub nowszej rewizji nie jest automatycznie wymagane.

1.3 Klasyfikacja Standard ten uznaje, ze zespoty elektryczne i elektroniczne poddawane sg klasyfikacjom zgodnie do
zastosowania koncowego. Zostaly ustalone trzy klasy produktu koncowego, aby odzwierciedli¢ réznice w mozliwosciach
produkeyjnych, ztozonosci, wymaganiach wydajno$ci funkcjonalnej i czgstotliwosci weryfikacji (inspekcja/test). Nalezy
zdawac sobie sprawg, ze migdzy klasami moze zachodzié¢ powiazanie sprzgtowe.

Uzytkownik, zobacz 1.8.13, jest odpowiedzialny za okreslenie klasy produktu. Klasa produktu powinna by¢ okreslona w
dokumentach porozumiewawczych (umowie).

KLASA 1 Ogoélne Produkty Elektroniczne
Zawiera produkty odpowiednie do zastosowan, w ktorych gtéwnym wymaganiem jest funkcjonalno$é catego zespotu.

KLASA 2 Produkty Elektroniczne z Przeznaczeniem do Konkretnych Zastosowan Ustugowych

Zawiera produkty, od ktorych wymagana jest ciggtos¢ osiagnigc i przedtuzona zywotnos$¢ oraz dla ktorych nieprzerwane
dziatanie jest wymagane, ale nie jest krytyczne. Typowe $rodowisko koncowego uzytkowania nie powinno wywoltywaé
uszkodzen.

KLASA 3 Produkty Elektroniczne Wysokiej Klasy / Pracujagce w Surowym Srodowisku

Zawiera produkty, dla ktorych ciagtos$¢ osiagniec lub dziatanie na Zzadanie jest krytyczne; jakikolwiek przestdj sprzetu nie jest
dopuszczalny. Srodowisko koncowego uzytkowania moze byé niezwykle surowe, a sprzet musi funkcjonowaé na zadanie, jak
np. systemy podtrzymania zycia i inne krytyczne systemy.

1.4 Jednostki Wymiarowe i Zastosowania Ninigjszy Standard uzywa jednostek Migdzynarodowego Systemu Jednostek (SI)
zgodnie z ASTM SI10-10, IEEE/ASTM SI 10, Sekcja 3 [rownowazne jednostki uzywane w Wielkiej Brytanii sg dla wygody
podane w nawiasach]. Jednostki SI uzyte w tym Standardzie to milimetry (mm) [in] dla wymiardw i tolerancji wymiarowych,
stopnie Celsjusza (°C) [°F] dla temperatury i tolerancji temperatury, gramy (g) [oz] dla wagi, lumeny (Im) [jednostka ,,foot
candle”] dla nat¢zenia o§wietlenia.

Uwaga: Ten Standard uzywa innych przedrostkow SI (ASTM SI10-10, Sekcja 3.2) w celu wyeliminowania zer wiodacych
(np. 0.0012 mm staje si¢ 1.2 um) lub jako alternatywy dla potegi liczby dziesigé (3.6 x 10°> mm staje si¢ 3.6 m).

1.4.1 Weryfikacja Wymiaréw Rzeczywisty pomiar okreslonego montazu czgsci i wymiaréw wypehienia lutowiem oraz
ustalenie procentOw nie sa wymagane z wyjatkiem celéw referencyjnych. Do okreslenia zgodno$ci ze specyfikacjami

w tym Standardzie, nalezy zaokragli¢ wszystkie obserwowane lub obliczone warto$ci “do najblizszej jednostki” do
ostatniej prawej cyfry uzytej do wyrazenia granicy specyfikacji, zgodnie z metodg zaokraglania w ASTM Praktyka

E29. Na przyktad, specyfikacje na maksymalnie 2.5 mm, maksymalnie 2.50 mm lub maksymalnie 2.500 mm,






